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Sehr geehrter Herr Mang,

auf diesem Wege machten wir uns fiir die sehr konstruktive Zusammenarbeit und das hervorragende Endergebnis zum Entwicklungsprojekt einer
Hochstromplatine mit integrierter Niederspannungsabgriffen, bedanken.

Aufgabenstellung war die Entwicklung einer Leiterplatte in Dickkupfertechnologie fiir eine Hochstromanwendung bei gleichzeitiger Anbindung
notwendiger Signalleitungen an eine definierte Steckerschnittstelle.

Diese Hochstromleiterplatte wird sich als eine Schliisselkomponente in einem Hochenergiespeicher wieder finden, hier in einer Lithium-lonen
Batterie.

im Anforderungsprofil fanden sich die Integration eines seriellen Hochstrompfades mit einem Leitungsquerschnitt von mindestens 20gmm, und
eine parallele Signalanbindung des Hochstrompfades zu Uberwachungsfunktionen an eine definierte Steckerschnittstelle. Brisanz dieser
Signalanbindungen, eine Unterbrechung bedeutet einen Totalausfall durch Abschalten des Energiesystems.

Durch die hohe Packungsdichte und der vorgegebenen Bauhdhe des Gesamtenergiespeichers, war auch die Einhaltung der Leiterplattendicke
bei gleichzeitig geringstem Verzug ebenso eine Herausforderung wie auch weitere mechanische Anforderungen durch z.B. flexible
Hohenanpassungen iber Verschraubpunkte in den Hochstrompfaden wéhrend des Montageprozesses.

Neben einem Ideenwarkshop zur Losungsfindung bei gleichzeitiger Serienmachbarkeitsbewertung, bestand die Aufgabe Ihres Hauses auch in der
Organisation und Durchfiihrung der Layouterstellung, der Produktion von verschiedenen Varianten, sowie der Dokumentation von
Entwicklungsergebnisse wie durch Daimler vorgegeben.

Projektorientierte Abstimmungen mit unserer Entwicklungsabteilung, Unterstitzungsleistungen wéhrend der Qualifikationsphase und ein
fundierter Informationsaustausch bei sehr schnelle Reaktionszeiten zeichnen das Team bei Korsten & Gossens ebenso aus, wie die Schaffung
eines Produktes, welches als wirtschaftlich ausgelegtes Konzept nach wie vor viele weitere Freiheitsgrade durch Rohstoffanpassungen und
zuséatzliche mechanische Funktionen im definierten Serienprozess zulasst.

Durch die umfangreiche Entwicklungsleistungen konnte zu einem sehr schnellen Zeitpunkt eine Losung gefunden werden, welche durch
konsequentes Vorgehen, Serienrohstoffe auf Serienanlagen mit etablierten Serienprozessen zu gestalten, ein Serienprodukt schon in einer sehr
frihen Musterphase realisiert hat.

Das Projekt erfilllte die im Anforderungsprofil geforderten Funktionen hervorragend.

Weitere Integrationen in die Leiterplatte stehen aufgrund des sehr erfolgreichen Projektabschlusses schon auf der Ideenliste und werden
vereinzelt schon in Kiirze gestartet werden.

Vielen Dank fiir die sehr zielgerichtete, produktive und angenehme Zusammenarbeit mit Ihrem Hause.

Eine Empfehlung zur Entwicklung einer integrierten kundenspezifischen Leiterplatte in Hochstrom- & Niederstromtechnik kann ich allzu Gerne
weitergeben.

Mit freundlichen GriBen, —
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